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Agenda

• 迪进国际介绍

• 为什么选择ConnectCore模块方案

• Digi ConnectCore模块/单板机

• 软件平台
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迪进国际 - 获奖产品/服务

创造 部署 管理

RF Modules

Embedded Modules & SBCs

Wireless Design Services

Digi Remote Manager

Digi Device Cloud

Etherios Cloud Services

Wireless Routers and Gateways

Device Networking Solutions
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ARM核心

模块

XBee无线

模块
无线网关

设计服务和

客户应用开

发

物联网云平

台

200+的研发人员

迪进国际 –核心产品
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迪进国际 –提供完整的IoT解决方案

设备

基础架构 应用

传感器 网关
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i.MX5x

LINUX

i.MX28

LINUX

i.MX6

LINUX

ConnectCore for Freescale i.MX

ConnectCard for i.MX28
• Freescale i.MX28 
• ARM926EJ-S 主频最高454 MHz (1.2 DMIPS/MHz)
• 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0, single/dual 10/100 Mbit/s 

Ethernet 
• LCD, UART, USB, CAN, SPI, I2C, I2S, ADC, GPIO
• PCIe封装(51 mm x 35 mm x 3 mm)
• 工作温宽-40 to 85°C

ConnectCore for i.MX53
• Freescale i.MX53
• Cortex-A8 主频最高1 GHz (2.0 DMIPS/MHz)
• 802.11a/b/g/n, single/dual 10/100 Mbit/s Ethernet
• Dual-display, 2D/3D GPU, 720p/1080p VPU, dual camera
• USB, UART, SPI, I2C, I2S, ADC, SD/MMC, CAN, SATA, GPIO
• 尺寸82 mm x 50 mm x 8 mm 
• 工作温宽-40 to 85°C 

ConnectCore 6 
• Freescale i.MX6 (Solo/Dual/Quad) Multichip Module
• Cortex-A9 主频最高1.2 GHz (2.4 DMPIS/MHz)
• 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0, Gigabit Ethernet
• Kinetis KL2/K20 microcontroller assist option
• Up to 4 displays, 2D/3D GPU, 1080p VPU, dual camera
• CAN, USB, UART, SPI, I2C, I2S, SD/MMC, SATA, PCIe, GPIO
• 尺寸 50 mm x 50 mm  x 5 mm (SMT)
• 工作温宽-40 to 85°C 
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为什么选择ConnectCore模块方案 – 评估表

3 2 -1

年用量？ 500-5k 5k-10k 10k+ -1

设计需要在1年内完成吗？ 6-18 月 24-36月 36+ 月 3

产品上市的时间小于24个月吗？ 6-18 月 24-36月 36+ 月 3

是否有无线设计的专业知识？ No Yes -1

产品需要wifi或BT吗？ Yes No 3

产品是否需要操作系统？ Yes No 3

产品的生命周期多长？ 5-7 年 3-5年 < 3 年 3

产品的售价？ $5k+
$1.6k -

$5k
< $1k 3

曾经使用过SOM吗？ Yes No 3

是否是医疗、机器人、检测设备、精准农业或电
力的设备?

Yes No 3

高

低

22

问题列表 成功率



TM

External Use      9

为什么选择模块方案 –工具:在线Build vs. Buy计算器

• ConnectCore 6 SOM的互动在线式
Build vs. Buy计算器

• 提供图形化的年度成本和年度利润比
较

• 提供销售额、平均单台设备成本和产
品投放时间的柱状评估图

• 其他数据

• 链接：
http://www.digi.com/calculators/build
vbuy?type=som

http://www.digi.com/calculators/buildvbuy?type=som
http://www.digi.com/calculators/buildvbuy?type=som
http://www.digi.com/calculators/buildvbuy?type=som
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ConnectCore产品的优势

 集成无线网络功能的模块解决方案
-集成802.11abgn（可选）
-集成Bluetooth（可选）

长期供货(7-10+ 年)
-i.MX长期供货

- Freescale提供10~15年的长期供货
-有选择的工业无线模块
-有选择的工业内存(flash/RAM)
-接插件长期供货并有多个选项

 简化的设计集成，加快产品入市时间
-增加设计的灵活性，消除了传统设计的复杂度
-提供源码的完整的软件平台
- Linux, Android, Windows Embedded Compact, 3rd Party
-预认证系统

 可靠性和过程控制
-支持工业级温宽
- 5年质保
-设计变更通知
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ConnectCard for i.MX28
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ConnectCard for i.MX28

• 性价比的SOM方案
− Freescale i.MX280/i.MX287 @ 最高454 MHz
已预定义时钟，实现降频使用

−最高2 GB NAND Flash, 最高256 MB DDR2 @ 200 MHz

• 可伸缩，紧凑型封装，低成本的模块方案
− 52-pin 封装设计, 0.8 mm pitch, 30 x 51 mm

−适配于可方便获取的PCIe接插件

• 支持多种接口
− UART, CAN, SPI, I2C, I2S, ADC, SD, USB, GPIO, PWM, JTAG/ETM

− 24-bit LCD/Touch （通过模块上的接口引出）

• 802.11a/b/g/n Wi-Fi / Bluetooth 4.0 (HCI)

−最高150 Mbps 速率(MCS 7) @ 5 GHz 或 2.4 GHz

− Dual-diversity option available for 2.4 GHz operation

− Wi-Fi Logo certification 和 CCXv4 certification

−支持Wi-Fi Direct 和Wi-Fi AP mode (hotspot – up to 10 clients)

• Ethernet – 单/双 MAC/PHY, 10/100 Mbit/s
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ConnectCard for i.MX28

• 器件等级
− 模块上所有器件均满足-40 to 85C 等级
− 包括i.MX28 处理器

• Freescale i.MX28 的限制
− i.MX28的热量消散能力极大的取决于所选择的时钟 频率和搭建的外围电路
− 处理器的最大结区温度Tjunction为105°C 对应的处理器表面温度Tcase如下表

− 适用于所有基于i.MX28的设计

• 客户设计指引
− 设计要求不能超限（如上）
 Tcase是通过外部探针在i.MX28顶部中心测得

 Tjunction可以通过i.MX28中的温度传感器，由软件来监控

− 主动/被动的散热管理或许是需要的(散热板, 空气冷却等)

− Digi 开发底板提供了散热板的参考设计

− 硬件参考手册中有一般性指引

Processor
Speed 

Max Ambient Temp 
w/o Thermal Pad

Tcase

Max

454 MHz 59°C 84°C

360 MHz 68°C 88°C

261 MHz 69°C 88°C

64 MHz 99°C 102°C
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ConnectCore for i.MX53

• 高性价比的SOM方案

− Freescale i.MX53 @ 最高1 GHz

−最高1 GB DDR2 @ 400 MHz

• 优化的视频性能

−最高1080p 视频解码, 最高720p 视频编码

• 片上LVDS 和并口显示屏接口

• 802.11abgn Wi-Fi

−最高150 Mbps 速率(MCS 7) 

− Dual-diversity option available for 2.4 GHz operation

− Wi-Fi Logo certification 和 CCXv4 certification

−支持Wi-Fi Direct 和Wi-Fi AP mode (hotspot – up to 10 clients)

• 双Ethernet MAC

−片上Ethernet MAC，提供IEEE1588支持

• IEEE1588 和双CANbus控制器
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ConnectCore 6

• 高端多核SOM方案
− Freescale i.MX 6Dual/i.MX 6Quad 

最高4 个Cortex-A9 (2.5 DMIPS/MHz) 核，每个核主频最高1 GHz

− 最高8 GB NAND Flash, 最高4 GB 64-bit wide DDR3

• 高性价比、紧凑型表贴模块方案
− LGA 封装, 50x50 mm，
− Memory and PMIC provided on module, connectivity off-module

− 无接插件的安装方式，非常适合于要求抗振动应用

• 集成视频加速单元，支持多屏显示
− 最多4路显示, 720p/1080p, 多路视频和2D/3D加速器
− HDMI 1.4, LVDS, 24-bit RGB, MIPI DSI/CSI (display/camera) 视频接口

• 强大的外围接口
− I2C, SPI, SATA, UART, CAN, USB host/OTG, SDXC/SD/SDIO, GPIO, touch, audio, 

crypto/security,  JTAG

− 802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 千兆Ethernet

• 软件平台支持
− Digi Embedded Linux,  Android, Windows Embedded Compact 7/2013



TM

External Use      17

ConnectCore 6: 屏蔽罩设计和温度等级

• 金属屏蔽罩和通风孔设计保证了良好的散热能力，简化客户的散热管
理

• 屏蔽罩为客户提供了进一步加装散热设备（比如散热片）的能力，优
化散热管理

• 商用级模块温宽0 to 70⁰C，工业级模块温宽-40 to 85⁰C
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ConnectCore 6: SBC单板机

• 包含在ConnectCore 6开发套件中

−带ConnectCore 6模块的单板机

−为客户提供完整的设计文档分享(Altium 14) 

• 也作为单一产品销售

−多种配置可选

−工业级产品

−提供产品可靠性测试报告

−在线分享外壳参考设计

• 适用于更多新机会

−原型机, 基于ConnectCore 6的概念设计

−小量需求的项目(100 to 1,000 units)

• 完善的数据接口

− Wi-Fi, Bluetooth, XBee, Cellular, Ethernet 

72 mm

1
0

0
 m

m
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ConnectCore 6: 开发板和单板机

• 开发板+ 可直接使用的单板机设计

−标准Pico-ITX (100 mm x 72 mm) 板型单板机

−可直接适用于产品量产

− FCC Class B 产品，提供产品可靠性报告(温度/冲击/震动）

• 客户定制设计服务

• 各种标准接口

− HDMI, Gigabit Ethernet, dual USB 2.0 Host, USB OTG, pin header for 

addt’l USB 2.0 host, SATA w/power, audio, USB OTG, CAN header, 

dual-camera (MIPI/parallel), multi-display (LVDS/MIPI/parallel/HDMI), 

LEDs,Micro SD card slot, PCI Express Mini Card slot (3G/4G cellular, 

SSD, etc.), Micro SIM card slot, XBee socket, I2C, SPI, GPIO, UART,  

console, JTAG, SWD, boot source options, coin cell connector, battery-

in, 5V DC-in

• 不同型号选择，兼顾成本和灵活性
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ConnectCore 6: 单板机一览

•  ConnectCore 6

•  电源

•  调试

•  存储

•  通讯

•  多媒体

- 4V to 5.5V DC In

- Coin cell battery connector

- Power & Reset button

- Boot configuration

•  扩展
- JTAG & SWD

- Console

- SATA with Power

- microSD

- Gigabit Ethernet

- USB OTG

- Two USB Host

- PCI Express Mini Card

- XBee socket

- 24-bit parallel display

- LVDS0

- HDMI

- MIPI Display

- 8-bit Parallel camera

- MIPI Camera

- Two CAN interfaces

- Two RS232 and one TTL UART

- I2C

- SPI

- Audio line-in, line-out, Mic

- USB Host

- GPIO and User LEDs

- 8-bit parallel camera

- LVDS1

- Audio head phone jack

100 mm

7
2
 m

m
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ConnectCore 6: 配件

应用套件

第三方配件

e-con Systems e-CAM50IMX6

 Omnivision OV5640 1/4 “ 5MP CMOS 图像传感器
 1080p @ 30 fps (cropped), 720p @ 60 fps, VGA @ 60 fps

 对焦方式–自动对焦(VCM driven)

 通过接插件和ConnectCore 6开发板/单板机连接

MIPI-CSI 5MP HD Camera Module

10” LCD 应用套件

 TPK LCD display (LVDS) ，集成触摸屏接口
 10.1” TFT Active Matrix, WLED backlight, 16:9, 1024x600 (WSVGA) 

 Projected Capacitive (PCAP) multi-touch with two (2) unambiguous points,

minimum 7 mm diameter, supporting finger and thin glove

 包括TPK的适配PCB和 Freescale 10” i.MX display (FSL P/N MCIMX-LVDS1)

 Digi P/N CC-ACC-LCDW-10

http://www.e-consystems.com/iMX6-MIPI-Camera-Board.asp
http://www.ovt.com/products/sensor.php?id=93
https://files.tpkamerica.com/fl/VVD4MtZNbG
http://www.freescale.com/webapp/search/MainSERP.jsp?SelectedAsset=Orderable Parts&QueryText=MCIMX-LVDS1
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ConnectCore 6: 配件

Digi参考设计

并口摄像头(CSI) 

设计参考文件在Digi官网可免费下载

 适配板设计，演示如何集成并口摄像头
 基于UCTronics OV5642 摄像头模块
 Omnivision OV5640 5MP CMOS 图像传感器
 1080p @ 30 fps , 720p @ 60 fps, VGA @ 60 fps

 8-/10-bit RAW, RGB, YUV, JPEG 输出支持

并口到HDMI接口转换

 适配板设计，演示并口到HDMI接口转换，允许ConnectCore 6开发板/单板机驱
动两路HDMI显示

ConnectCore 6开发板/单板机外壳
 专业的外壳设计，提供完整的EASM和STL文件
 可通过标准的CAD工具如SOLIDWORKS实现客户定制
 STL 文件可用于3D打印，无需修改
 提供完整的元件参考，如LED灯柱等

http://www.uctronics.com/mega-pixel-camera-module-ov5642-1080p-jpeg-output-p-1420.html
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ConnectCore 6: 外壳参考设计
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软件平台

内核 Linux 3.10 Linux 3.10 Windows Embedded

Positioning 最大的灵活性–定制
Linux发布

QT / GTK 支持，用
于图形应用开发

方便的Java应用开发，
包括图形界面等

完整的组件,包括高端组
件比如GUI , multimedia, 

, IPv4/v6 networking等

开发工具 命令行/ Eclipse插件
C/C++

Digi ESP

Java

MS Visual Studio

C#,VB,C++
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软件平台 – Windows Embedded

Development ReleasedDefinition Planning

JumpStart Development Environment  

3.0

for Windows Embedded Compact 

• Windows Embedded Compact 7

• Platform support for ConnectCore i.MX51 

only

July 2011

April 2012

JumpStart Development Environment  3.1

for Windows Embedded Compact 

• Windows Embedded Compact 7

• New platform support for ConnectCore i.MX53

JumpStart Development Environment  

for Winows Embedded Compact 3.5

• Windows Embedded Compact 7

• 64-bit Windows host platform updates

• Custom LCD parameter configuration 

• Support for ConnectCore i.MX53 variant

• iDigi remote firmware update 

improvements

• Redpine Wi-Fi Driver 3.2.9c integration

February 2013

CY2014

JumpStart Development Environment  

for Windows Embedded Compact 2013

• 3rd Party support through Adeneo, GuruCE
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软件平台 - Android

Development ReleasedDefinition Planning

Android Application Development Kit 2.x

•  Android 4.x.x (Jelly Bean)

- SE (Security Enhanced) Android patch

•  Target platform support

- ConnectCore 6

•  Embedded World 2014 launch/availability

Android Application Development Kit 1.4.x

•  Android 4.x.x (Ice Cream Sandwich)

- SE (Security Enhanced) Android patch

•  Target platform support

- ConnectCard for i.MX28

•  Embedded World 2014 launch/availability

February 2014

February 2014

Android Application Development Kit 3.x

•  Android 4.4.x (KitKat)

- SE (Security Enhanced) Android patch

•  Common platform release

•  Target platform support

- ConnectCard for i.MX28

- ConnectCore 6

CY2014

September 

2014

Android Application Development Kit 

Maintenance

•  Android 4.x.x (Jelly Bean)

- SE (Security Enhanced) Android patch

•  Common maintenance releases

- Components, drivers, ADT, others

•  Target platform support

- ConnectCore 6

- ConnectCard for i.MX28
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软件平台 - Linux

Development ReleasedDefinition Planning

October 2013

DEL 5.10 (3.10)

•  Kernel and component updates

•  Bluetooth LE support (BlueZ 5.x)

•  Additional peripheral support (PWM, etc.)

•  Target platform

- ConnectCard for i.MX28

CY2014

Yocto 1.5 BSP

•  Yocto 1.5 BSP (3.4.11 or greater)

•   Download only, BSPs for official Yocto

releases

•  Target platforms

- ConnectCard for i.MX28

- ConnectCore for i.MX51

- ConnectCore for i.MX53

- ConnectCore 6

DEL 6 (3.10 or greater)

•  Kernel and component updates

•  Built on Yocto platform

•  Common platform release

February 2014

February 2014

DEL and Yocto Maintenance

•  Kernel and component updates

•  Target platforms

- ConnectCard for i.MX28

- ConnectCore for i.MX51/53

- ConnectCore 6
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软件平台 - Yocto

Septemb

er

2014

Yocto 1.6

•  Yocto 1.6 (kernel 3.10)

•  Bluetooth 4.0 support (LE)

•  Eclipse IDE support

•  Target platforms

- ConnectCore 6

- ConnectCard for i.MX28

- ConnectCore for i.MX5x

November 2014

Linux

Android ADK

•  Android 4.4 (KitKat)

•  Kernel 3.0.35

•  Target platforms

- ConnectCore 6

November 2014

Androi

d

Yocto 1.7 ADK

•Simplified Digi installer for all
components, including Eclipse IDE

• LTSI Kernel 3.14 (or greater)
• Target platforms

- ConnectCore for i.MX
- ConnectCard 

April 2015

Linux

Digi Embedded Linux
Maintenance

• General software component
updates and bug fixes

• No kernel update to 3.x
• Target platforms

- ConnectCore / Digi Connect 

August 2015

Linux

 Focus on Yocto Linux and 

Android

 Windows Embedded Compact 

on

ConnectCore 6 through 

partners (Adeneo, GuruCE) 

only

 NET+OS and DEL in MOL

Software Focus

NET+OS 7
Maintenance

• Critical bug fixes / MOL

NET+OS

Android ADK

• Android 5.x (Lollipop)
• Target platforms

- ConnectCore 6

Q2 CY2015

Androi

d
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Digi ESP for Android Development Environment
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